
 

 

新聞稿 

杜邦公司與臻鼎科技集團簽署戰略合作協議 

共同推動先進印刷電路板技術發展 

(深圳訊，2024年 10月 29日) 杜邦公司(紐約證交所代碼:DD)與臻鼎科技集團(4958-TW)日前在

深圳鵬鼎時代大廈宣布簽署一項關於先進印刷電路板技術發展的戰略合作協定。臻鼎集團董事

長沈慶芳、杜邦公司亞太區總裁張毅、杜邦電子互連科技軟板材料全球事業總監陳添明聯合出

席簽約儀式。 

通過這項戰略合作夥伴關係，杜邦與臻鼎將在高階印刷電路板領域共同推動終端客戶應用、前

沿技術研發、材料性能提升以及實踐電子產業的永續發展，並進一步在智慧製造、公司治理、

與永續發展等方面展開更為深入的合作。 

杜邦公司亞太區總裁張毅表示，「臻鼎作為全球 PCB產業的龍頭，不但擁有深厚的技術實力，

也保持了開放合作的態度持續引領產業發展。杜邦公司非常榮幸能與行業中的佼佼者合作，以

強強聯手之勢共同為客戶提升服務，為全球電子產業開啟更多創新可能。」 

隨著先進運算、人工智慧不斷型塑人們的生活，杜邦以其支援先進運算和人工智慧的全產品組

合，從晶片製造、先進封裝、IC載板、PCB到組裝等應用，打造先進互連和熱管理的強大動力。

杜邦致力於透過創新材料，成為客戶優先選擇的最佳夥伴，以滿足市場在先進封裝、高階載板、

AI應用、汽車電子、高頻通訊、資料中心等新興需求，為客戶提供更優質的解決方案並幫助客

戶在現在和未來取得成功。 

臻鼎科技集團董事長沈慶芳表示，「杜邦作為全球電子材料行業的領先者，具備深厚的研發實

力，可靠的品質與生產製造能力，以及穩定的全球供應鏈，這些都是臻鼎非常重視的核心競爭

力。此次攜手，雙方將整合各自資源優勢，共同開拓目標市場，以發揮市場影響力；經由在新

材料、關鍵技術研發領域展開全方位合作，以滿足市場對高階電路板的複雜性能需求，並實現

未來創新。」 

 



 

 

杜邦公司與臻鼎科技集團簽署戰略合作協議共同推動先進印刷電路板技術發展，杜邦公司亞太區總裁張毅(左)，臻鼎集團董事

長沈慶芳(右)代表簽約。 

 

 
杜邦公司與臻鼎科技集團簽署戰略合作協議共同推動先進印刷電路板技術發展，臻鼎集團營運長李定轉(左一)、杜邦公司亞太

區總裁張毅(左二)、臻鼎集團董事長沈慶芳(右二)、杜邦電子互連科技軟板材料全球事業總監陳添明(右一)聯合出席簽約儀式。 



 

 

關於杜邦電子與工業 

杜邦電子與工業事業部是新技術和高性能材料的全球供應商，致力於半導體、電路板、顯示器、數位

和柔版印刷、醫療保健、航空航太、工業和運輸行業。頂尖的研發科學家和應用專家團隊在世界各地

的先進技術中心與客戶緊密合作，提供解決方案、產品和技術服務，以實現下一代技術。

http://electronics.dupont.com/ 

 

關於杜邦 

杜邦公司 (紐約證交所代碼:DD) 是全球創新的領導者，提供以科技為基礎的材料和解決方案，為各行

各業和人們的日常生活帶來改變。我們的員工運用多樣化的科學技術與專業知識，幫助客戶在電子、

交通、建築、水處理、健康與保健和工作防護等關鍵市場，推進最佳創意並提供必要的創新。如需進

一步瞭解有關杜邦公司及其業務和解決方案的資訊，請造訪 www.dupont.com。投資人請瀏覽

investors.dupont.com以取得投資者關係相關資訊。 

 

關於臻鼎科技集團 

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性

電路板與模組、類載板、高密度連接板、Mini LED超薄板、多層硬板、IC載板等產品，廣泛應用於電

腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客

戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司，更多詳細資訊請至公司網站: www.zdtco.com。 
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杜邦™、杜邦橢圓形標誌和所有標示™、  ℠ 或 ®的產品，除非另有說明，均為杜邦公司及其關聯機構的商標、服務標誌或註

冊商標。 
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杜邦電子互連科技新聞聯絡人： 

周雯翎 

電話+886-922-203-452 

Email: Winnie.chou@dupont.com   

 

臻鼎發言人： 

凌惇/ 公司發言人/ 公司治理暨投資人關係處 

電話: 886-3-3830101  

Email: duen.t.ling@zdtco.com 

http://electronics.dupont.com/
mailto:Winnie.chou@dupont.com
mailto:duen.t.ling@zdtco.com


 

 
關於前瞻性陳述的警告聲明 

本新聞稿包含聯邦證券法含義內的“前瞻性陳述”，包括經修訂的 1933 年證券法第 27A 條和經修訂的 1934 年證券交易

法第 21E 條。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務和財務業績以及財務狀況，並且通常包含“期望”、“預

期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”等詞語。 「看見」、「將」、「會」、「目標」、「展望」、「穩定」、

「有信心」、「初步」、「初步」以及這些字的類似表達方式和變體或否定形式。除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性

陳述，包括有關前景、預期和指導的陳述。前瞻性陳述所涉及的事項在不同程度上具有不確定性，並受到風險、不確定性和

假設的影響，其中許多風險、不確定性和假設超出了杜邦的控制範圍，可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所表達的結果

有重大差異。 

 

前瞻性陳述並不能保證未來結果。可能導致杜邦公司的實際結果與任何此類前瞻性陳述中預測的結果存在重大差異的一些重

要因素包括但不限於：(i) 杜邦公司實施上述分拆交易並滿足與之相關的條件； (ii) 分拆交易無法在預期期限內完成或完全無

法完成的可能性； (iii) 分拆交易無法實現其預期利益的可能性； (iv) 剝離交易對杜邦業務的影響以及剝離可能比預期更加困

難、耗時或成本高昂的風險，包括對杜邦資源、系統、程序和控制的影響、管理層注意力的轉移以及與客戶、供應商、員工

和其他業務對手方的現有關係的影響和可能的破壞； (v) 與分拆交易有關的中斷的可能性，包括爭議、訴訟或意外費用； (vi) 

杜邦或分拆交易完成後分拆公司的預期財務表現的不確定性； (vii) 分拆交易的公告或懸而未決對杜邦證券的市場價格和/或

杜邦財務表現的負面影響； (viii) 實現與分拆交易相關的預期資本結構的能力，包括未來信貸的可用性以及可能影響此類可

用性的因素； (ix) 達到與分拆交易相關的預期信用評級的能力； (x) 實現與分拆交易以及已完成和未來（如有）剝離、合併、

收購和其他投資組合變化相關的預期稅務處理的能力，以及相關稅務和其他法律變化的影響； (xi) 科慕、Corteva、EIDP 和

杜邦於 2023 年 6 月與原告自來水公司達成的 PFAS 責任和解協議相關的風險和不確定性； (xii) 與各方各自履約相關的風

險和成本，以及杜邦、Corteva 和科慕之間分擔未來合格 PFAS 成本安排的影響，包括與 PFAS 或 PFOA 相關的任何未決或

未來訴訟的結果，包括人身傷害索賠和自然資源損害索賠；持續的補救義務和未來潛在的補救義務的範圍和成本；適用於 PFAS 

化學品的法律和法規的變更； (xiii) 賠償某些遺留負債； (xiv) 未能實現預期效益，未能有效管理和實現與分拆交易以及已完

成和未來（如有）剝離、合併、收購和其他投資組合管理、生產力和基礎設施行動相關的預期協同效應和營運效率； (xv) 風

險和不確定性，包括因流行病和應對行動等事件而增加的成本以及獲取原材料和滿足客戶需求的能力； (xvi) 包括中國在內

的面向消費者的市場需求下降的時機和復甦； (十七) 全球經濟、政治、監管、國際貿易、地緣政治、資本市場和其他外部條

件的不利變化；以及杜邦無法控制的其他因素，包括影響公司、其客戶和/或其供應商營運的通貨膨脹、經濟衰退、軍事衝突、

自然和其他災害或與天氣相關的事件； (十八) 抵銷投入成本增加的能力，包括原料、能源和物流； (xix) 與半導體產業及相

關終端市場的需求和市場狀況相關的風險，包括持續或擴大的貿易爭端或限制，包括向中國出口美國監管的產品和技術； (xx) 

風險，包括實現杜邦永續發展策略的能力和成本，包括公司活動的實際進行及其結果，以及所討論的任何目標、計劃、政策

或舉措的製定、實施、實現或延續或預期； (xxi) 杜邦業務及營運的其他風險，包括減損風險； (xxii) 公司可能無法實現 2024 

年 2 月 6 日宣布的 10 億美元股票回購計畫的預期收益，且該計畫可能在 2025 年 6 月 30 日終止之前暫停、終止或未完

成； (xxiii) 杜邦公司最近的年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的當前和定期報告中討論的其他風險因素。未列出

的因素可能會為前瞻性陳述的實現帶來重大的額外障礙。與前瞻性聲明中預期的結果相比，結果存在重大差異的後果可能包

括業務或供應鏈中斷、營運問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，其中任何一個都可能導致對杜邦公司的綜合

財務狀況、經營業績、信用評等或流動性有重大不利影響。您不應過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表發布當日的情況。

杜邦公司不承擔公開提供對任何前瞻性陳述的修訂或更新的義務，無論是由於新資訊、未來發展或其他原因，如果情況發生

變化，除非證券法和其他適用法律另有要求。 


